АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕЖСХЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АПКМ
Базовая технология моделирования межсхемных соединений в системе автоматизированного проектирования электронных систем и комплексов предназначена для решения следующих задач:

· Моделирования переходных процессов в межсхемных соединениях цифровых систем высокой производительности, включая помехи отражений демпфированных линий, перекрестные помехи соседних линий, помехи в контурах электропитания и амплитудные (временные) потери импульсных сигналов в интерфейсных связях;

· Прогнозирование работоспособности разрабатываемых электронных систем;

· Разработка руководящих технических материалов по проектированию элементов конструкции разрабатываемых систем и комплексов;

· Оптимизация коммутационной среды на всех конструктивных уровнях проектируемых устройств;

· Обоснование рациональных технических решений при выборе элементной базы проектируемых систем.
  Основная идея разработки программно-аппаратного комплекса моделирования заключается (АПКМ) в объединении программного ядра, содержащего алгоритмы моделирования переходных процессов в межсхемных соединениях с измерительным трактом, позволяющим исследовать реальные осциллограммы переходных процессов в линиях передачи с известными геометрическими и электрическими характеристиками (тестовые линии связи).


Рис. 1. Блок-схема аппаратно-программного комплекса моделирования.
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Рис. 2       АПКМ в развернутом положении.
ОПИСАНИЕ ТЕСТ-ПЛАТЫ
Структурно, тест-плата имеет две ортогональные пары полосковых линий (Рис. 3) с волновым импедансом 50 Ом и 75 Ом. В каждой из логических пар на трассировочном поле расположены комбинации активных и пассивных линий с различным типом согласования: последовательное, параллельное, делитель, активно-емкостной делитель.

Кроме того в паре 75 Ом расположена дифференциальная пара линий для парафазной передачи LDVS.

Длина тест - линий колеблется от 1 м до 1,5 м.

Возбуждение активных тест – линий осуществляется от мощных (150 мА) шинных формирователей с фронтами 4 нс.

Согласование выбранной тест – линии отражается в окне графического интерфейса (Рис. 4).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рис. 3. 

Структура тест-платы

Расчетные и экспериментальные осциллограммы выводятся на дисплей PC в одном окне .
Программное обеспечение USB – осциллографа позволяет вывести переходной процесс в числовом формате (в текстовом формате). Эта функция позволяет оценить точность математической модели количественно. В качестве примера на Рис.4, 5 представлены экспериментальные и расчетные осциллограммы переходного процесса в последовательно согласованной линии с учетом потерь в меди проводников.
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Рис. 4 

Осциллограмма импульсов в линии передачи, демпфированной в начале.


[image: image3.wmf]
Рис. 5.

 Моделирование искажений импульса в линии передачи, демпфированной в начале.

ТОЧНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ

Таблица 1

	№
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Точность измерения (расчета) первичных, электрических характеристик элементов конструкции включая выводы ИС, разъемы, пассивные компоненты и др., %, не хуже
	1-2

	2
	Точность прогнозирования параметров помех отражения и перекрестных помех, %, не хуже
	1

	3
	Точность прогнозирования параметров помех по питанию, %, не хуже
	3

	4
	Точность прогнозирования амплитудных и временных потерь в интерфейсных линиях связи, %, не хуже
	5


Разработанное  АПКМ  является эффективным программно-инструментальным средством электронного проектирования межсхемных соединений, выбора и обоснования рациональных технических решений для быстродействующих систем и комплексов.
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